
「斜め切削装置」の紹介

機械電子研究所 ※本設備は「電源立地地域対策交付金事業（R7)」により導入しました。

多層構造の試料断面をあえて斜めに切削することで薄い多層膜を拡大表示させることができます。(左下図) →表面分析の前処理に利用可能

切削時は印加される力も検出できるため、界面から被着体をはがす強度を調べることもできます。 →膜の剥離強度、せん断強度の評価

・メーカー
・型式

：ダイプラ・ウィンテス株式会社
：SAICAS EN-W

・切り刃幅 0.3、1.0、4.0 mm

・切り込み角度 約0.02° ～

・水平方向の繰り返し切削可能

・剥離強度、せん断強度の測定可能

数10μm
から

数100μｍ

切削厚み

○浅い角度で精密に切削、多層膜各層をむき出し
✓ せん断強度、剥離強度を測定可能
✓ 各層の表面分析(FTIR、XPS、オージェなど)が可能となる

第１層 第2層 第3層

【基板上の多層電極測定例】

斜め切削装置(SAICAS)外観

斜め切削 水平切削 水平切削斜め切削

１層目剥離

2層目剥離

メーカー・型式

<主な仕様と測定方法>

○ 本設備は、表面から極浅い角度で斜めに試料を切削する装置です。
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